., Bostlk

o A smart adhesives

HYTEC P510 RENORAPID

SCHNELLE PU-GRUNDIERUNG

u Py
TECHNOLOGY|

AR
150 - 300 g/m* 1-2h
- hohe Haftfestigkeit - flr saugfahige und nichtsaugfahige
« gebrauchsfertig Untergriinde
« starke Verfestigungswirkung * als Absperrung von kapillar
aufsteigender Feuchtigkeit oder
Restfeuchte
- verlegereif nach1- 2 Stunden [ERSIon DS ER INRIE] TR

0‘«
« 11kgfirca.37-73m? A+ .~ 47
X o KB C 'ow.«\\‘

- begehbar nach ca.1-2 Stunden

PRODUKT ARTIKEL-NR. GISCODE PALETTE
HYTEC P510 RENORAPID - 11 KG 30615816 RU 1 40
Bostik GmbH §

An der Bundesstrafle 16, 33829 Borgholzhausen, Germany
Tel. +49 (0) 54 25 7/ 8010, Fax +49 (0) 54 25 / 801140
E-Mail: info.germany@bostik.com

an Arkema company

www.bostik.de
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